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Abstract (en)
The device has two distinct flexible membranes (10, 11) that are stacked and simultaneously deformable, where a temperature deformation of
the device is obtained by deformation of one of the membranes. Each membrane is made of flexible metallic material e.g. aluminum, non-metallic
material or bimetallic material. The membranes are assembled by screwing, brazing, thermal bonding or electrical soldering. Each membrane
includes a central zone and a peripheral zone, where the central zones and the peripheral zones permit thermal and mechanical coupling of the
membranes. Independent claims are also included for the following: (1) a thermo-compensated technology filter comprising a flexible cover device
(2) a thermo-compensated technology output multiplexer comprising a flexible cover device.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif de capot flexible optimisé pour des résonateurs micro-ondes de technologie thermo-compensée. Plus
précisément, cette invention propose un dispositif de paroi flexible multi-membranes (10,11) pour filtres et OMUX thermo-compensés. L'utilisation
d'une paroi flexible multi-membranes (10,11), en particulier en tant que capot de fermeture d'une cavité résonnante d'un canal d'OMUX permet : �
¢ de diminuer la résistance thermique de la paroi flexible, tout en maintenant un niveau équivalent de contraintes mécaniques s'exerçant sur ladite
paroi pour un déplacement donné, �¢ ou de diminuer les contraintes mécaniques s'exerçant sur la paroi flexible pour un déplacement donné, tout
en maintenant une même résistance thermique de ladite paroi, �¢ ou d'augmenter la déformation de la paroi flexible en maintenant un niveau de
contraintes mécaniques équivalent, et en maintenant une résistance thermique équivalente.
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